Guia de seleccion de la profundidad del dispositivo:
Material alternativo

Carpinteria, piedra, vidrio, azulejos, metal, etc.

Configuracion

Utilizar placas de montaje de material

alternativo. Placa de @35 (22.2.20B) o placa =

de @46 (22.2.19B) segun el dispositivo

utilizado. Siga los pasos siguientes para Placa simple —@35 Placa simple —@46
determinar la profundidad del dispositivo. 22.2.20B 22.2.19B

1. Espesor del material

Determinar el espesor del material. 6.35 mm (1/4") 19 mm (3/4") 31.76 mm (1-1/4")
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Si el grosor del material no es estandar,
seleccione el grosor mas préximo.

2. Profundidad del dispositivo Corto Medio Largo
 —  —]
Todos los dispositivos operables estan _
disponibles en profundidad de dispositivo
estandar (a menos que se especifique lo — —
contrario).
Tipo de material
¢ Es el extremo posterior del material més b = b
facil de rebajar (madera dura, MDF) o de =l A :J
calzar (piedra, baldosas) para alcanzar un | =
grosor de 6.35 mm (1/4"), 19 mm (3/4") o
31.76 mm (1-1/4")? —
L = N—— Cajaeléctrica
1 b
Material de —*
acabado

Rebajado a maquina (Indicado

. Calzado hacia arriba
para material suave)

(adecuado para material duro)

Adiciones Utilice la cubierta de Utilice una plantilla ST T
remate cuando realice de fresadora para la _—
Dependiendo del material, existen la instalacion en una alineaciény como °© °
herramientas adicionales que puede superficie humeda, gufa para el fresado. &5 \
utilizar para facilitar la instalacion. como azulejos/lechada, Dependiendo del material, @
yeso, etc. Se necesita utilizar con un casquillo Q o Q o
una cubierta de remate guia o una broca Forstner —
por dispositivo. Pueden de 36.5 mm (1-7/16") / 42 1 1
reutilizarse. mm (1-21/32"), o CNC para
cortar agujeros en material
de acabado.
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